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投资者关系 

活动类别 

 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

■其他：年度投资者交流电话会议 

参与单位名称 

及人员姓名 

汇添富基金：李泽昱、董霄；南方基金：陈思臻、钟贇；招商基金：袁哲航；

圆信永丰基金：胡春霞、范研、田玉铎；兴证全球基金：任相栋、薛怡然、

吴钊华、童兰、徐留明、李楠竹；华夏基金：张皓智、高爽；富国基金：沈

衡；嘉实基金：陈振兴、蔡丞丰；中银基金：赵建忠、张响东；太平洋资产：

陈永亮、吴晓丹、曹子寒；易同投资：党开宇、张科兵；睿郡资产：刘力、

陆士杰；理成资产：吴圣涛、卢超、蔡骏男、周锐；景林资产：蒋文超；高

毅资产：张新和等 337 名投资者及证券人员 

时间 2023 年 4 月 11 日上午 11:00-12:00 

地点 公司 9 楼会议室 

上市公司接待 

人员姓名 
董事长朱双全先生、董事会秘书杨平彩女士、财务总监姚红女士。 

投资者 

关系活动 

主要内容 

介绍 

管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司 2022 年度经营情况，及

半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进

行深入交流，主要交流内容如下： 

 

问 1：公司 2022 年度经营情况如何？ 

答：2022 年度是公司发展历史上表现亮眼的一年，在实现业绩增长、

产业化建设落地、拓宽产品布局等方面都取得较好进展。①经营业绩方面：

2022 年，公司半导体材料业务销售收入同比大幅增长，传统打印复印通用

耗材业务的收入和盈利水平提升，整体来看公司收入、利润均实现同比增长。

②产业化建设方面：公司潜江、仙桃两个半导体材料产业园的建设均快速推

进，其中潜江光电半导体材料产业园已于 2022 年第三季度完工试产，进一

步完善 CMP 抛光垫产品布局；仙桃光电半导体材料产业园一期项目预计于

2023 年夏季陆续建成投产，为 CMP 抛光液、清洗液及半导体显示材料的进

一步放量提供基础。③新产品开发方面：公司进一步拓宽新材料项目的布局，

并且新产品开发速度大幅提升，力争在一到两年内取得初步成果，持续巩固

和加强公司的产品竞争力。 

 



问 2：2022 年公司研发投入大幅增长，主要研发投入方向是哪些？ 

答：2022 年度，公司研发投入 3.18 亿元，较上年同期大幅增长 12.26%；

近三年累计研发投入近 8 亿元，占近三年总营收比例近 12%。公司研发投入

逐年增长，主要原因是公司新产品线布局广，下游应用需求迫切，拓展新材

料项目的节奏在加快。公司的整体研发主要围绕半导体材料业务展开，重点

拓展半导体 CMP 制程工艺材料、半导体显示材料和半导体先进封装材料的

布局，同时公司集成电路芯片设计与应用业务也由打印耗材芯片向新领域转

型升级。 

 

问 3：公司 CMP 抛光垫业务的销售情况如何？ 

答：公司 CMP 抛光垫业务在 2022 年实现销售收入 4.57 亿元，较上年

同期增长 51.32%，持续高速增长，符合公司 2022 年对 CMP 抛光垫产品的

市场预期。从 2022 年第四季度到 2023 年来看，CMP 抛光垫产品的客户结

构在持续优化，存储类客户的销售占比逐步降低到合理水平，逻辑类客户的

销售占比大幅增长。随着公司 CMP 抛光垫产品在逻辑客户端的逐步放量，

以及市场开拓带来的客户面持续丰富，抛光垫产品的客户结构会更加优化。 

 

问 4：公司 CMP 抛光液、清洗液的经营情况怎样？ 

答：2022 年度，公司已有数款 CMP 抛光液产品在客户端规模化销售，

铜制程 CMP 后清洗液也持续获得客户订单，合计实现销售收入 1,789 万元，

进入销售放量的阶段。2023 年度，随着其他各制程 CMP 抛光液、清洗液产

品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段，同时仙桃光电半导体材料产业园年

产 1 万吨 CMP 用清洗液扩产项目、年产 2 万吨 CMP 抛光液扩产项目及

研磨粒子配套扩产项目预计于 2023 年建成投产，今年 CMP 抛光液、清洗液

产品的放量速度有望进一步加快，争取实现亿元以上的收入并略有盈利。 

 

问 5：公司半导体材料业务未来是否有向海外开拓市场的规划？ 

答：公司近几年在国内半导体材料领域持续开拓市场，产品获得客户认

可，实现规模化的销售收入，在国内拥有了一定的业务体量，为公司向海外

市场开拓提供基础。综合考虑生产、研发布局、客户拓展等维度的工作，公

司半导体材料业务有向海外拓展的初步规划，主要原因为：①在全球半导体

业务中，中国大陆市场规模增长较快，但还有较大市场份额在海外市场，相

应的业务增长空间公司还未切入。②考虑到地缘政治对半导体供应链的影

响，许多半导体企业都有出海考虑，为保证未来在海外市场竞争中的产地原

则，公司也计划向海外拓展。开拓海外市场的具体做法，公司未来将适时综

合研判后进行布局。 

 

问 6：公司半导体先进封装材料对应的市场格局和空间如何？ 

答：随着半导体先进封装技术的不断拓展，先进封装材料在整体封装材

料中的占比在不断提升，市场规模处于上升阶段，且有部分晶圆厂也开始切

入先进封装领域。公司布局的几款先进封装材料均为国内尚未实现自主化替

代、由国外供应商垄断的产品，国内的市场空间在十亿元以上。目前公司先

进封装材料相关产品开发、验证按计划快速推进，部分重点产品开始量产导

入工作，产线建设、应用评价平台及品管分析体系建设等同步进行。 



 

问 7：公司打印复印通用耗材业务的经营情况和未来规划是怎样的？ 

答：打印复印通用耗材业务是公司的传统业务，公司的主要经营目标是

保持打印耗材业务的基础优势和整体竞争力，保障打印耗材业务对公司营业

收入和利润的贡献。2022 年度，公司打印复印通用耗材板块（含打印耗材

芯片）合计实现产品销售收入 21.42 亿元，利润水平同比增长明显，达成公

司预期目标。未来公司计划对打印耗材业务一分为三、各自突破：①北海绩

迅拟挂牌新三板，进一步提升公司墨盒业务的核心竞争力。②旗捷科技向工

业级和车规级应用的安全芯片等新产品方向进行拓展。③硒鼓端的两家成品

厂和销售渠道进行整合，同时向电子高端产品进行转型升级。 

 

附件清单 无 

日期 2023 年 4 月 11 日 

 


